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前言

　　《表面组装技术（SMT）通用工艺与无铅工艺实施》一书作者顾霭云老师为公安部第一研究所副
研究员、中国国内资深SMT专家。
顾老师在国内SMT学术会议、刊物、杂志上发表过几十篇论文、文章。
她写的《表面组装通用工艺》一书，自2003年问世以来深受广大读者的欢迎，被一些大学、高职和中
专院校采用，作为重要辅助教材。
顾老师在SMT培训方面做了大量工作。
她受中国电子学会和各省市SMT社团、大学及SMT企业邀请进行培训和讲课数十次，深受SMT工作者
的好评，为中国SMT实业和技术的发展做出了贡献。
　　《表面组装技术（SMT）通用工艺与无铅工艺实施》一书是顾霭云老师十几年SMT工艺实践和经
验的总结，具有很强的实用性和可操作性，是广大SMT工作者的重要参考书，对大、中专学校而言，
是一本不可多得的优秀教科书。
　　本书对无铅实施进行了重点论述。
欧洲和日本等发达国家自20世纪末首先对无铅焊接工艺进行研究和实施准备。
2006年7月1日欧盟开始实施RollS指令。
2007年3月1日中国政府七部委制定的《电子信息产品污染控制管理办法》开始实施，国家环保总局颁
布的《电子废物污染环境防治管理办法》（中国的“WEEE”）于2008年2月1日起施行。
中国政府上述两个管理办法的公布施行为中国无铅焊接工艺的实施提供了良好的法律环境。
　　北京电子学会表面安装技术委员会于2000年12月18日在北京首次组织了无铅焊接技术现场交流会
，自2001年至2008年，每年的学术年会均把无铅焊接作为学术交流的重点。
无铅焊接是一个系统工程，其内容既包括元器件、PCB板、结构件、焊料、辅料、包装等无铅实施，
也包括印刷、贴片、焊接（波峰焊和回流焊）、检测等工艺。
目前我国SMT工作者在无铅焊接工艺实施方面已掌握基本技术，取得可喜的进步，但在无铅焊接系统
工程的许多方面，如无铅焊接的可靠性验证和检测方面，还有待于进一步研究和探讨。
相信本书的出版必定有助于无铅焊接的实施。
　　由于出书过程紧迫、参考资料不够充分等原因，本书可能会有一些不足和待改进之处，希望全国
广大SMT专家和工作者给予批评与指正，以便于顾霭云老师和北京电子学会SMT委员会能在今后与电
子工业出版社同仁一道写出和出版更多、更好的SMT参考书。
　　希望中国广大SMT工作者共同努力，进一步提高我国SMT技术水平，为把中国由世界电子制造大
国向电子制造强国转变做出自己的贡献！
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内容概要

本书比较全面、系统地介绍表面组装技术（SMT）通用工艺和无铅工艺实施。
通用工艺规程是企业生产活动中最基础的技术文件。
通用工艺的内容包括工艺条件、工艺流程、操作程序、安全技术操作方法、工艺参数、检验标准、检
验方法、缺陷分析，以及静电防护技术和SMT制造中的工艺控制与质量管理等，还介绍通孔元件再流
焊、三防涂覆工艺，挠性板、陶瓷基板表面组装工艺，0201、01005、POFN、倒装芯片（Flip Chip）
、COB、晶圆级CSP、晶圆级FC、三维堆叠POP及ACA、ACF与ESC等新工艺和新技术；无铅工艺实
施部分通过对锡焊（钎焊）机理的学习，介绍如何运用焊接理论，正确设置再流焊温度曲线、正确实
施无铅工艺的过程与方法，讨论过渡阶段有铅、无铅混用应注意的问题，以及焊点可靠性试验与失效
分析技术。
    全书联系当前SMT与无铅现状，讲解深入浅出，对SMT专业人员，尤其对刚刚介入SMT的从业人员
提高焊接理论水平、尽快掌握正确的工艺方法、提高工艺能力具有很实用的指导作用。
    本书每章后都配有思考题，既可作为中高等院校先进电子制造SMT专业教材，也可作为工程师继续
教育、技术培训教材与参考资料。

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<表面组装技术>>
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章节摘录

　　第一部分 表面组装（SMT）通用工艺　　第1章 表面组装工艺条件　　1.7.5　具有ESD危害的不
正确做法举例　　①在生产区域，常常使用一些未经保护的测试夹具接触静电敏感元器件（sSD）。
　　②在防静电工作台上使用塑料焊锡去除器、放置塑料或纸质笔记本及员工的个人物品，引起静电
放电（：ESD）。
　　③有塑料柄的金属螺丝起子（带有足够高电荷的电气绝缘的导体）靠近有相反电势的集成电路
（Ic）时，电荷“跨接”，引起静电放电（ESD）。
可能造成半导体芯片的内部电路不可逆转的损坏。
　　更加严重的是，这种危害只有10％的情况引起整个元件失效，其他90％的情况，ESD损坏只引起
部分的降级，意味着损坏的元件毫无察觉地通过最后测试，直到顾客应用时出现过早的失效。
结果损害了公司声誉。
　　④在制造环境中，标准标签的使用是ESD被忽视的潜在来源之一。
　　标准标签是由绝缘材料层组成的，当从衬垫上取下时，可产生和保持数百甚至数千伏的电压。
使用静电耗散型标记标签可减少对ESD敏感元件损坏的危险性。
　　⑤注意带橡胶头的吸嘴是否防静电。
　　⑥产生静电的不正确行为举例：　　●走路不利落，脚掌抬不起来，鞋底摩擦地面；　　●梳头
发；　　●触摸产生静电的材料；　　●没有佩戴静电防护器具的人员进入静电防护工作区。
　　1.7.6　手工焊接中防静电的一般要求和防静电措施　　手工焊接是产生静电电气过载EOS的重要
原因之一，要求操作人员严格遵守手工焊接防静电要求，避免手工操作过程中产生：ESD。
　　1.手工焊接防静电的一般要求　　①操作人员应戴防静电腕带，并在防静电工作台上操作。
　　②一般要求采用防静电恒温烙铁，采用普通烙铁时必须接地良好。
　　③必要时采用离子风机——离子风机产生正、负离子，可以中和静电源的静电。
　　④控制环境湿度——增加湿度可提高非导体材料的表面电导率，使物体表面不易积聚静电。
如北方干燥环境可采取加湿通风的措施。
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